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摘 要

本文主要是利用影像視覺技術配合移動式平台，以及Borland C++ Builder?與MIL-Lite 7.5為工具，針對壓電式噴墨頭之微

零件組裝過程，發展一套較佳的組裝步驟與方法。研究目的主要是先經由CCD Camera與CronosPlus影像卡擷取每段影像

，其次建立影像和實際尺寸之間的標準尺規，並套用尺規於影像中分析特徵點圓心孔和其相對座標的環境設定，在影像辨

識分析過程中，經影像中值濾波後以Sobel運算可得到影像灰階梯度值，利用雙線性插值法（Bilinear interpolation）、灰階

值二值化及次像素精度圓形邊界定位，可找出圓周邊緣，並以最小平方法（Least square）找出圓心位置，當作影像定位之

定位點。最後整合每段影像的分析數據並換算成具相同座標系的參數，輔助操作人員能以較佳的調整參數，配合平台上X

、Y、Z三軸移動及旋轉軸，達到微零件組裝的成果。本文研究重點是建立視窗化的控制平台，具有處理影像、數據分析

及組裝流程中移動參數輸出的功能，因此在壓電式噴墨頭之微零件組裝過程中，本文做所需整合應用概念的研討。
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